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Abstract (en)
[origin: WO8903162A1] Circuit protection systems which comprise a PTC resistor (1) and a second resistor (6), e.g. a thick film resistor (6), which is
thermally and electrically connected to the PTC resistor have a break current IB and a hold current IH such that the ratio IB/IH is at most 20. Suitable
PTC resistors (1) are conductive polymer devices which comprise a PTC element (10) which has been radiation crosslinked under conditions such
that the average dose rate is at most 3.0 Mrad/minute or during which no part of the PTC element (10) which is in contact with the electrodes (2, 3)
reaches a temperature greater than (Tm-60) DEG C, where Tm is the melting point of the polymeric component of the conductive polymer (10).

Abstract (fr)
Systèmes de protection de circuits comprenant une varistance CTP (1) ainsi qu'une seconde varistance (6), par exemple une varistance à couche
épaisse (6), connectée thermiquement et électriquement à la varistance CTP, et ayant un courant de déclenchement IB ainsi qu'un courant de
maintien IH tels que le rapport IB/IH est au plus 20. Les varistances CTP adaptées (1) sont des dispositifs polymères conducteurs, comprenant un
élément CTP (10) ayant été réticulé par rayonnement dans des conditions telles que la vitesse moyenne de dosage est au plus de 3,0 Mrad/minute,
ou pendant lesquelles aucune partie de l'élément CTP (10) en contact avec les électrodes (2, 3) n'atteint une température supérieure à (Tm-60)°C,
Tm étant le point de fusion du composant polymère du polymère conducteur (10).
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